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【57】申請專利範圍
1.　一種爐體結構，其應用於一半導體製程設備，其包括至少一個爐體單元，每個該爐體單
元均包括一保溫支撐主體和一絕緣支撐結構，其中，該保溫支撐主體呈環狀，且將該絕

緣支撐結構限位固定於該保溫支撐主體的一內周側；

該絕緣支撐結構用於將一加熱絲限位固定於該保溫支撐主體所圍空間中，該加熱絲包括

首尾串接的多個弧形分段，該多個弧形分段首尾串接構成沿該保溫支撐主體的周向環繞

的一柱狀環形結構，該絕緣支撐結構被設置為將各相鄰的該弧形分段彼此分開並絕緣隔

離，該絕緣支撐結構包括多個支撐塊，該多個支撐塊中，位於兩端的兩個該支撐塊各為

一第一支撐塊，除了位於兩端的兩個該支撐塊之外的各該支撐塊均各為一第二支撐塊，

各相鄰的兩個該第二支撐塊彼此隔開一縫隙以暴露出該加熱絲。

2.　如請求項 1所述的爐體結構，其中該多個弧形分段首尾串接構成的該柱狀環形結構為一
柱狀螺旋結構。

3.　如請求項 1所述的爐體結構，其中該保溫支撐主體包括環狀的一陶瓷纖維板。
4.　如請求項 1所述的爐體結構，其中該保溫支撐主體的一內周面設置有一第一限位結構，
且該絕緣支撐結構設置有一第二限位結構；

該第一限位結構與該第二限位結構相配合，以將該絕緣支撐結構限位固定於該保溫支撐

主體的該內周側。

5.　如請求項 4所述的爐體結構，其中該第一限位結構包括一限位凹槽，該第二限位結構包
括形成在該絕緣支撐結構的一限位部，該限位部與該限位凹槽相配合，以將該絕緣支撐

結構限位固定於該保溫支撐主體的該內周側。
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6.　如請求項 5所述的爐體結構，其中該限位凹槽包括沿自一槽底向一槽口的方向依次設置
的一第一槽段和一第二槽段，該第一槽段的寬度大於該第二槽段的寬度；

該限位部包括一第一子限位部和一第二子限位部，該第一子限位部的寬度大於該第二子

限位部的寬度，且該第一子限位部與該第一槽段相配合，該第二子限位部與該第二槽段

相配合。

7.　如請求項 6所述的爐體結構，其中該限位凹槽還包括連接在該第一槽段和該第二槽段之
間的一過渡槽段，該過渡槽段的寬度自該第一槽段向該第二槽段遞減；

該限位部還包括連接在該第一子限位部和該第二子限位部之間的一過渡子限位部，該過

渡子限位部的寬度自該第一子限位部向該第二子限位部遞減，且該過渡子限位部與該過

渡槽段相配合。

8.　如請求項 5所述的爐體結構，其中該絕緣支撐結構為多個，且沿該保溫支撐主體的周向
間隔分佈；

該限位凹槽為多個，且與該多個絕緣支撐結構的該多個限位部一一對應地配合。

9.　如請求項 8所述的爐體結構，其中該限位凹槽呈條狀，且該限位凹槽的一長度方向平行
於該保溫支撐主體的一軸向，並且該限位凹槽在該長度方向上的兩端貫通該保溫支撐主

體。

10.   如請求項 9所述的爐體結構，其中該絕緣支撐結構形成有多個容置孔，該多個容置孔沿
平行於該保溫支撐主體的該軸向的方向間隔排布；

該多個弧形分段一一對應地穿設於該多個容置孔。

11.   如請求項 10所述的爐體結構，其中該容置孔在該保溫支撐主體的一徑向上的一尺寸大於
該弧形分段在該保溫支撐主體的該徑向上的一尺寸；和/或，
該容置孔在該保溫支撐主體的該軸向上的該尺寸大於該弧形分段在該保溫支撐主體的該

軸向上的一尺寸。

12.   如請求項 10所述的爐體結構，其中該多個支撐塊沿平行於該保溫支撐主體的該軸向的方
向依次疊置；

該第一支撐塊設置有該容置孔；各相鄰的兩個該第二支撐塊彼此相疊置的兩個表面均形

成有一凹部，且共同構成該容置孔。

13.   如請求項 12所述的爐體結構，其中該絕緣支撐結構還包括一穿杆，該穿杆沿平行於該保
溫支撐主體的該軸向的方向貫通該多個支撐塊；

兩個該第一支撐塊的背離彼此的端面上均還設置有一限位凹部，該穿杆的兩端均設置有

一彎折部，兩個該彎折部分別與兩個該限位凹部限位配合，用於將該多個支撐塊限位固

定。

14.   如請求項 9所述的爐體結構，其中該爐體單元為多個，且沿該保溫支撐主體的該軸向依
次設置；

每個該爐體單元均還包括呈環狀的一絕緣擋板，該絕緣擋板設置於該保溫支撐主體在其

該軸向上的一端，且該絕緣擋板的內周邊緣相對於該保溫支撐主體的一內周面凸出，用

於將該保溫支撐主體中的該加熱絲與相鄰的另一該保溫支撐主體中的該加熱絲絕緣隔離。

15.   如請求項 9所述的爐體結構，其中該爐體單元為多個，且沿該保溫支撐主體的該軸向依
次設置；

該保溫支撐主體還設置有貫通其厚度設置的一絕緣引出件，該絕緣引出件上設置有一引

出孔，該加熱絲的一引出線通過該引出孔延伸至該保溫支撐主體的外部；該絕緣引出件

上的該引出孔與相鄰的另一該保溫支撐主體的該絕緣引出件上的該引出孔，在該保溫支

撐主體的周向上相互錯開。

(2)
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16.   如請求項 1至 9中任一項所述的爐體結構，其中該爐體結構還包括兩個保溫端蓋和一爐
殼，其中，該兩個保溫端蓋均呈環狀，且分別設置於該至少一個爐體單元兩端；該爐殼

環繞設置於該至少一個爐體單元以及該兩個保溫端蓋外周。

17.   一種半導體製程設備，其包括：
如請求項 1至 16中任一項所述的爐體結構；
設置在該爐體單元的該保溫支撐主體所圍空間中的一加熱絲；以及

一製程腔體，設置於該保溫支撐主體所圍空間中，且位於該加熱絲內側，用於容置一晶

舟。

圖式簡單說明

圖 1為本申請實施例提供的爐體結構的一個爐體單元的結構圖；
圖 2為本申請實施例採用的保溫支撐主體的結構圖；
圖 3為本申請實施例採用的絕緣支撐結構的結構圖；
圖 4為本申請實施例採用的限位凹槽的截面圖；
圖 5為本申請實施例採用的第一絕緣塊的結構圖；
圖 6為本申請實施例採用的爐體結構的一個爐體單元的端側視圖；
圖 7為本申請實施例採用的第二絕緣塊的結構圖；
圖 8為本申請實施例提供的爐體結構的相鄰兩個爐體單元的局部剖面圖；
圖 9為本申請實施例提供的爐體結構的多個爐體單元的裝配圖；
圖 10為本申請實施例提供的爐體結構的多個爐體單元的剖面圖；
圖 11為本申請實施例提供的爐體結構的整體結構圖；
圖 12為本申請實施例提供的半導體製程設備的剖面圖。
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